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编号：2024-005
	投资者关系活动类别
	
☐特定对象调研	☐分析师会议

☐媒体采访	☐业绩说明会

☐新闻发布会	☐路演活动

现场参观         ☐电话会议

☐其他   

	参与单位名称
	华鑫证券、中泰证券、瑞银证券、国联证券、招商证券、海通证券、天风证券、德邦证券、申万宏源、天风（上海）证券资管、东兴证券、上海证券、国信证券、淳厚基金、光证资管、长江证券、华泰柏瑞基金、华金证券、泓澄投资、开源证券、宏道投资、财通基金、浙商证券、财通资管、中金公司、财通证券、中和资本、华安证券、国金证券、东北证券、上海常春藤私募基金、平安证券、广发证券、鹏扬基金、民生证券、国泰君安、华创证券、嘉实基金、诺安基金、中邮证券、南京证券

	时间
	2024年9月19日、2024年9月20日

	地点
	南京伟测半导体科技有限公司新厂区

	上市公司接待人员姓名
	董事长、总经理骈文胜先生
董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士

	投资者关系活动主要内容介绍
	投资者提问
1、公司各地产能情况？
上海厂和无锡厂目前是满产，南京厂还有扩产的空间。从产能来讲，无锡厂占公司大部分产能，特别是中高端产品，主要做汽车电子、工业级、CPU、GPU和AI方面的产品。南京厂房已于8月完成竣工验收，之后会承接上海和无锡外溢的客户及订单主要是消费电子类的产品。

2、中高端产品放在无锡的原因？
无锡厂有一处厂房是自购厂房，上海厂是租赁厂房，汽车电子产品相比消费电子类产品忌搬移，无锡未来有自建厂房再扩产都不用搬动。

3、目前的产品结构？
消费电子类的产品占60%左右，工业类的产品占28%左右，汽车电子类产品占到12%。工业类的产品里面包括工业类、CPU、GPU、AI，其中 CPU、GPU和AI等算力相关的产品占15%。

4、如何看待封装厂也做测试？
独立第三方测试服务的商业模式符合行业的分工化、精细化的发展趋势，即设计、制造、封装、测试分工明确的发展趋势。未来封装和测试会越来越分开的主要原因是测试的资产投入愈来愈大；第三方测试具备公立性、专业性；第三方测试的设备、人员配置全面化。

5、汽车电子类产品占比情况？
最近三年一期汽车电子类产品占比分别为2.7%、5.96%、13.45%和12.04%。汽车电子类产品是公司成长性最突出的类型之一，收入占比持续提升。

6、预计扩产后哪些产品占比增幅较大？
工业类、汽车电子类以及CPU、GPU、AI等高算力芯片会持续有较高的增幅。

7、公司软件IT自动化情况？
公司的IT自动化程度比较高，公司的MES等绝大部分软件均为自研，目前IT是50人左右的团队，未来上海总部建好后，IT团队还将进一步扩大。

8、上半年毛利率下降原因？预计未来毛利率情况？
主要是以下几个原因，一是产品结构的原因，上半年中端产品的营收占比较大，但毛利相对低一些，高端产品是6、7月开始起量；二是公司还处在不断的扩产建设中导致折旧、摊销、人工费用等成本增加；三是上半年新增3,382.52万的股份支付费用。公司主营业务毛利率第一季度为25.36%，第二季度为30.06%。随着产能利用率和高端产品占比不断提高，预计下半年的主营业务毛利率较上半年会有所提升。

9、中高端产品的占比情况？
去年高端产品占比75%，中端25%；今年上半年高端产品占比66%，中端34%；下半年高端产品占比预计会超过去年。

10、晶圆和成品的运输成本对比？
一个晶圆lot 25片对于运输来讲是很小的一件事情，成品运输比较贵。25片wafer如果做成成品后，它的体积可能翻十倍，所以晶圆的运输是非常方便、安全。

11、除了再融资计划，怎么弥补后面扩产的资金缺口？
公司特别是上市以后，公司有比较多的银行授信额度，公司的经营性现金流非常好，每年的现金流再加上银行授信，就足以支撑公司新增二十几个亿的设备。

12、转固的节奏是怎样的？ 
公司目前是按照某一台套的设备达到了预定可使用状态就进行转固，所以公司目前转固的平均期限是2到4个月，即每个月或每个季度都会有一些固定资产转固。南京新厂厂房是从9月开始转固。

13、公司在天津、长沙和成都的规划？
公司在上海总部有一个50多人的研发团队是专门做测试方案和测试程序开发研发。现在在天津也设立了一个研发中心主要是为了吸引当地的人才服务当地的客户，比如做MCU芯片和汽车电子芯片的公司。未来可以在天津实验室开发验证，在上海、无锡、南京和深圳量产。
当前公司拥有上海、无锡、南京和深圳四大生产中心，长沙和成都未来也将加入到公司的生产中心。公司未来国内的产能布局在长三角有上海、无锡和南京；在珠三角有深圳；在中部有长沙；在西南有成都。

14、公司未来发展方向？
未来公司有两条大主线，一是车规级和工业级等高可靠性芯片测试，二是CPU、GPU和AI等高算力芯片测试。消费电子类芯片测试是基础。



	风险提示
	以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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